半導體封測製程三維形貌檢測技術

目前常用的錫球三維形貌檢測方法有3D影像視覺法、雷射三角法以及投影疊紋干涉法。3D影像視覺法具備高速量測優點，在BGA量測市場上市佔率超過8成；雷射三角法及投影疊紋干涉法具有Z軸高解析度以及高空間解析度，較適合應用於flip chip bump以及micro bump量測，其量測目前尚無廠商市佔率獨大的情況，若國內廠商要投入錫球三維形貌量測，可由flip chip bump以及micro bump著手。
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